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sicht auf die ErschlieRung neuer
Marktvolumina liegen. Kreuzer und
Krimbacher sehen in der DOSA-Ini-
tiative auch eine Chance fiir die
weitere Erschliefung klassischer In-
house-Madrkte. »Der Reiz einer ex-
ternen Losunge, betont Siegfried
Kreuzer, »wird durch DOSA und die

Wettbewerbsvorteile durch HDP?

damit verbundenen Vorteile in Hin-
blick auf eine groflere Anbieteran-
zahl und wettbewerbsfdhige Preise
noch grofer.«

Ahnlich wie bei der 2003 gestar-
teten POLA-Initiative von Texas In-
struments, Artesyn Technologies
und Astec Power wird der Erfolg der

e ° @
High-Density-Packaging
Als kostenintensiv verschrien, findet das High-Density-Packaging

(HDP) in Europa nur wenig Beachtung. Dabei kénnten gerade kleine-
re Hersteller von der Technologie profitieren und sich Wettbewerbs-

vorteile sichern.

»HDP/MCM ist gerade fiir kleinere
bis mittlere Stiickzahlen eine Alter-
native zu teuren und risikobehafte-
ten integrierten Elektroniklosun-
gen«, davon ist Dr. Michael Scheff-
ler, Director Production von Art of
Technology iiberzeugt: »Wer jetzt
diese Technologien offen und un-
voreingenommen analysiert, wird
sich einen grofien Vorteil gegeniiber
der Konkurrenz sichern kénnen.«
Mit High-Density-Packaging liefie
sich Elektronik nicht nur massiv
verkleinern, sondern auch die Leis-
tung steigern und die Zuverldssig-
keit erhdhen.

Bisher wurden Chips einzeln in
ein Gehduse (Single Chip Package /
SCP) gepackt und auf einer Stan-
dard-Leiterplatte als durchkontak-
tiertes oder SMD-Bauteil montiert.
Das Gehduse dient unter anderem
dazu, eine Anpassung des stetig

www.elektroniknet.de

kleiner werdenden Rasteranschluss-
mafes auf der IC-Seite (bis zu 80
pm und kleiner) an die immer noch
recht groben Strukturen auf der Lei-
terplattenseite (meist jenseits 500
pm Rasterabstand Leiterbahn zu
Leiterbahn mit Durchsteiger) zu er-
maoglichen.

Fiir HDP werden ungehduste Si-
lizium-ICs, so genannte Bare-Dies,
verwendet, die entweder direkt auf
die Leiterplatte aufgebracht (Chip-
on-Board / COB) oder mit mehre-
ren anderen ICs in ein Gehduse ge-
packt werden (Multi-Chip-Package/
MCP), das dann auf eine Leiterplat-
te montiert wird. Um ein Bare-Die
direkt auf eine Standardleiterplatte
zu setzen, sind spezielle Montage-
technologien und hochkomplexe
Leiterplatten erforderlich.

M Drahtbonden: Die Kontaktierung
der ICs erfolgt iiber Gold- oder Alu-

BEICITENEY Baelemente |

DOSA-Initiative vor allem davon ab-
hangen, ob weitere namhafte DC-
DC-Spezialisten zu den beiden DO-
SA-Griindern stofien. Anfragen ers-
ter Interessenten, so Krimbacher,
habe es bereits gegeben. Dass das
DOSA-Konzept durchaus Raum zur
Differenzierung lasst, zeigt das Bei-
spiel der beiden Griinder: Wahrend
Tyco Electronics Power Systems Be-
standteil eines global agierenden
Konzerns ist, hat sich SynQor seit
der Griindung 1997 vom vielver-
sprechenden Start-up zu einem
weltweit prasenten Anbieter hoch-
effizienter DC-DC-Wandler entwi-
ckelt.

Im Gegensatz zu Tycos weltwei-
ten Fertigungsmoglichkeiten produ-
ziert SynQor seine Produkte in Box-
borough, Massachusetts. »Wahrend
Tyco aufgrund seiner Struktur bes-
ser in der Lage ist, weltweit Kunden
mit hohen und stabilen Forecasts zu
bedienen, streicht Kreuzer die Un-
terschiede heraus, »spielen wir un-
sere Vor-Ort-Fertigung als Flexibili-
tats-Trumpf aus.« (eg) i1

miniumdrahte, die einen Durch-
messer von 20 bis 30 pm haben.
M Tape-Automated-Bonding (TAB):
Eine vorgefertigte einlagige Folie er-
moglicht die Kontaktierung des ICs
in einem Arbeitsschritt.
M Flip-Chip: Lotkugeln werden di-
rekt auf die am Rand befindlichen
Anschliisse des Chips aufgebracht.
Der Chip wird anschliefend kopf-
tiber auf das Substrat gelotet. Hier
wird das Chiprastermaf 1:1 auf das
Substrat libertragen, was hohe An-
forderungen an das Substrat stellt.
M Eine Sonderform des HDP sind
die Chip-Size-Packages (CSPs), die
eine miniaturisierte Form des be-
kannten BGAs darstellen; hier wird
die gesamte Unterseite zur Kontak-
tierung genutzt. Weil das Chipras-
termafd grofier ist, reduzieren sich
die Anforderungen an das Substrat.
Folgende Substrate stehen fiir
Multi-Chip-Module zur Verfligung:
M Laminat-Substrate: Basierend
auf herkémmlichen Leiterplatten-
substraten, werden Aufbaulagen
(Sequential-Build-up / SBU) aufge-
bracht, die Microvias ermoglichen,
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also Durchkontaktierungen, die
lasergebohrt oder geitzt jeweils
zwei {ibereinander liegende Lei-
terebenen verbinden.

M Keramik-Substrat: Auf der Ba-
sis von Keramik lassen sich Sub-
strate realisieren, die vor allem in
Umgebungen mit hohen Tempe-
raturen oder bei Systemen mit
groffen Warmeverlusten interes-
sant sind.

M Diinnfilm-Substrate: Mit Tech-
nologien, die aus der Chip- und
LCD-Fertigung bekannt sind, las-
sen sich sehr dichte Substrate rea-
lisieren.

Die HDP-Technik bietet neben
der Miniaturisierung weitere Vor-
teile:
® Reduktion der Kosten auf Sys-
temebene durch kleinere und ein-
fach aufgebaute Gehduse; kleine-
re und weniger komplexe Haupt-
platinen.

B Gute HF-Eigenschaften durch
enge Impedanzkontrolle

B Reduktion der Leistungsauf-
nahme und Abstrahlung durch

~ )) Wer jetzt diese Technologien
offen und unvoreingenommen
analysiert, wird sich einen groien
 Vorteil gegenber der Konkurrenz

kiirzere Distanzen zwischen den
einzelnen Chips und somit ein
einfacherer EMV-Schutz.

® Erhohte Zuverldssigkeit durch
weniger Lotverbindungen

¥ Erhohte Modularitdt und damit
Wiederverwendbarkeit der Bau-
gruppen.

Trotz aller Vorteile: Die HDP-
Technologien haben sich in den
letzten Jahren in Europa weniger
stark etabliert, als in Vorhersagen
prognostiziert wurde. Warum? Dr.
Etienne Hirt, Director R&D von
Art of Technology: »HDP ist als
kostspielig verschrien, weil viele
Anwendungen rein militdrisch
oder fiir die Luft- und Raumfahrt
waren.« Der Preis und die beno-
tigten Stiickzahlen fiir ein in HDP-
Technologien gefertigtes Modul
hangen jedoch sehr stark von den
verwendeten Technologien ab.
»Ein Diinnfilm-Modul hat in der
Tat sehr hohe Initialkosten«, sagt
Dr. Hirt. Diinnfilm werde aber nur
eingesetzt, wenn es technologisch
zwingend erforderlich sei.

Keramik

Leitermaterial Kupfer Leitpaste Metallpaste  Al, Cu |
Leiterbreiten > 50 ym >125pym  >125um > 10 pm |
Leiterabstdnde > 50 ym | >125pm  >125pm  >20um |
Via-Landefldche > 250 pm >200pm > 200 pm > 30 pm |
Zahl der Lagen 2 x 3 (sym h)  1bis5 bis 30 1bis 4

Obersicht tiber die verschiedenen HDP-Substrate

@

und die damit verb

Eigensct
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Anders bei der COB-Losung:
Die eingesetzten Dies kosten laut
Dr. Hirt genauso viel wie die ver-
packte Variante. »Auch bei Klein-
serien von weniger als 1000 Stiick
pro Jahr kann der Einsatz von
HDP-Technologien durchaus ren-
tabel sein.«

Im Bereich des Wire-Bonding
und Flip-Chips gibt es bereits ei-
ne Vielzahl von Auftragsfertigern
in Deutschland und Mitteleuropa.
Bei Herstellern von laminatbasier-
ten und keramischen Substraten
steht ebenfalls eine reichhaltige
Auswahl zur Verfiigung, etwas
reduzierter ist die Auswahl im
Diinnfilmbereich.

»Die Auftragsfertiger decken
meist nur eine recht kleine Zahl
der moglichen HDP/MCM-Tech-
nologien ab und neigen dazu,
ihre eigenen Technologien zu fa-
vorisieren«, gibt Dr. Scheffler zu
bedenken. Die Ldsungen seien
deshalb in vielen Fillen nicht op-

timal, zumal auch ein breites,
alle Méglichkeiten abdeckendes
Packaging-Design-Know-how
schwer zu finden sei. Um die bes-
te Losung zu erhalten, rat Dr.
Scheffler zu einem unabhangigen
externen Partner, der beim De-
sign und der Technologieauswahl
wie auch beim Die-Supply behilf-
lich sein sollte.

Und genau als solches sieht
sich Art of Technology, das im Ok-
tober 1999 als Spin-off des Insti-
tutes fiir Elektronik der ETH Zii-
rich gegriindet wurde. Die Griin-
der beschaftigten sich seit 1995
mit den HDP-Technologien im
Rahmen des EU-Forschungspro-
jektes Europractice. Mittlerweile
bietet Art of Technology mit zwolf
festen Mitarbeitern Entwicklungs-
dienstleistungen wie Machbar-
keitsanalysen, Design und Lay-
out, Softwareentwicklung sowie
Technologieberatung vor allem im
Medizinsektor an. (su} [ ]

Agilents Plane fiir das Halbleitergeschaft

Aus dem

Schatten treten

Nach seinen ersten 100 Tagen als Chef von Agilents Halbleiter-
gruppe (SPG) zieht Young Sohn ein erstes Resiimee: Agilent-SPG
soll kundenndher und bekannter werden.

»Ilch war zwanzig Jahre lang
im Halbleitergeschaft tatig und
wusste nicht, was Agilent-SPG
macht«, gesteht Young Sohn,
President der Semiconductor
Products Group (SPG) von Agi-
lent Technologies. »Man hort viel
mehr von LSI Logic oder Natio-
nal Semiconductor.«

Mit rund 1,7 Milliarden Dol-
lar im Jahr 2003 weisen die
Marktbeobachter von iSuppli
fiir Agilent einen nur geringfiigig
kleineren Umsatz mit Halbleitern
aus als fiir National Semicon-
ductor. Damit findet sich Agilent
auf Platz 27 des Halbleiter-Ran-
kings fiir 2003 wieder - zwischen
National und Broadcom. »Agi-
lent ist nicht nur eine Test and
Measurement Company«, betont
Sohn, »das will ich bekannt
machen.«

Bekannt machen will er auch,
dass Agilent die viertgrofite »fab-
less« Halbleiterfirma ist, obwohl
das Unternehmen {iber einige
Produktionsstandorte verfiigt.
»Wir sind relativ analog, da
braucht man nicht die neueste
Fabe«, erkldrt Sohn die Diskre-
panz. Statt sich mit den Proble-
men immer kleinerer Struktur-
breiten herumzuschlagen, setze
das Unternehmen auf die Erfah-
rungen mit den dlteren Fabs.
»Wichtig ist nur, dass wir unsere
Rezepte im Griff haben - schlief3-
lich ist Value-Add unser Geschaft
und nicht die Fab.«

Zur Zeit konzentriert der Un-
ternehmensbereich seine Aktivi-
taten auf die zwei Sparten »Per-
sonal Systems« und »Storage,
Computing und Networkinge.
Die gemeinsame Klammer um
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